[bookmark: OLE_LINK1]技术指标要求： 
★1.设备测量精度：面内位移精度≤1/200,000 * FOV (field of view)，面外位移精度≤1/100,000 * FOV。
▲2.静态采集帧率：4096X3000@30fps，静态采集头数量：2只；配备50mm镜头、支撑系统等必要附件。
★3.系统需配置红外数据采集头，应满足如下参数：最高分辨率640*480 ；热灵敏度＜0.05℃ @ +30℃/50 mK；图像频率50 Hz（100/200 Hz，带窗口模式）；温度测试范围-40℃-2000℃；以太网图像流50 Hz下16位640×480像素，100 Hz下16位640×240像素，200 Hz下16位640×120像素（信号线性，温度线性，兼容Radiometric GigE Vision和GenICam）；25°镜头 (24.6mm equivalent)。
4.设备测量尺度范围: 10mm×10mm至>2 m×2m。
5.图像处理计算速度: ≥400,000点/秒/CPU。
6.系统拥有振动滤除、时间平均去噪算法、全局平均去噪，去除环境变化、扰动等对图像相关灰阶的影响，须同时提供软件相关功能界面截屏作为证明材料。
★7.系统具有镜头光学畸变失真校正功能。
8.分析软件应具备自动定义多分析区域(AOI)及起始点；多分析区域、多起始点可选：自动或交互模式等功能。
9.具有专家级智能动态网格推荐功能，软件须自行根据图像的清晰程度、明亮程度、散斑质量来推荐设置网格大小，自动生成优化的子区域大小和步长设置，确保图像有效分布像素不确定度控制在0.01像素内，须同时提供软件相关功能界面截屏作为证明材料。
▲10.系统需具备稳态振动与全场疲劳测量功能。使用相位同步方法,通过实时同步试验机正弦波驱动的模拟电压信号,精确地跨周期相位驱动图像采集控制,获取包括峰值信号在内的全场应变信息,实现稳态振动与全场应变疲劳的监测。单一不间断的监测时长不小于200小时，提供全过程全场图像数据。需提供制造商官方网站数据截屏或官方正式发行的产品样册作为证明材料。
11.系统需具备3D红外温度与3D应变场全场耦合测量功能。支持温度与应变场信息直接耦合获得统一坐标系的3D应变场与温度场，实现3D应变相机与红外相机同步标定, 需提供制造商官方网站数据截屏或官方正式发行的产品样册作为证明材料。
12.数据接口模块: 具有输出.CSV、ASCII、TECPLOT、MATLAB、Node data等不同格式的全场数据点功能，为有限元等软件实现后期数据调用和分析提供支持。
13.支持以下算法对子区域权重和应变张量进行优化：Gaussian权重、Legrangian、Log、Euler、LogEuler用户自定义区等。
14.具有VRO技术的多层介质自动校正功能, 支持≥5阶的复杂畸变修正算法，需提供制造商官方网站数据截屏或官方正式发行的产品样册作为证明材料。
★15.需配置蓝光一套，采用450nm蓝光高亮无闪频LED光源，5°至60°的大光束扩展范围，80W连续照明模式。
16.系统需配置有损伤测试模块，并配置WSA传感器及28V放大器一套；该模块可独立或集成入整套系统使用。整体性能应不低于如下参数：通道数不低于2个，18位A/D，40MSPS采样率，1KHz-3MHz带宽，每通道4个高通，3个低通模拟滤波器，超过500个数字滤波器；可实现实时/同步特征抽取及波形采集/分析；具备高速同步波形流（Waveform Streaming）功能；
★17.提供Labview/C++驱动开发程序，允许用户开发实时AE和/或基于波形的数据采集程序和应用程序，可用于PCI-2卡的初始化，板和测试参数的设置，启动暂停恢复AE和波形采集，提取AE特征和参数信息。
★18.须配置主控机一套，性能不低于以下参数：I7/16G(8G*2)RAM/256GSSD+1T/4G独显。
19.兼容性要求：疲劳采集模块和3D温度场耦合模块需要兼容VIC-Snap采集软件和VIC-2D/VIC-3D计算软件（供应商需提供兼容性承诺）。
 标注“★”项为核心技术指标，投标商需提供制造商官方网站数据截屏或官方正式发行的产品样册作为证明材料，如不满足，将会导致直接废标。本次投标不接受任何原厂或者代理商关于产品参数性能的承诺。
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